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天水华天科技股份有限公司非公开发行股票

发行情况报告暨上市公告书摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司本次非公开发行新增股份数量为

３

，

２９０

万股股份，发行价格为

１１．１２

元

／

股，上述股份将于

２０１１

年

１１

月

４

日在深圳证券交易所上市，上市首日（即

２０１１

年

１１

月

４

日）公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 认购

公司本次非公开发行的

６

名股东所持上述

３

，

２９０

万股股份自上市首日起锁定一年（即

２０１１

年

１１

月

４

日

－２０１２

年

１１

月

３

日）。

第一节 公司非公开发行股票概况

一、公司基本情况

公司名称：天水华天科技股份有限公司

注册地址：甘肃省天水市双桥路

１４

号

办公地址：甘肃省天水市双桥路

１４

号

发行前注册资本：

３７

，

３２３

万元

法定代表人：肖胜利

所属行业：半导体集成电路行业

主营业务：半导体集成集成电路封装测试

上市地点：深圳证券交易所

董事会秘书和联系方式：

董事会秘书

姓名 常文瑛

联系地址 甘肃省天水市双桥路

１４

号

（

７４１０００

）

电话

０９３８－８６３１８１６

传真

０９３８－８６３０２１６

电子信箱

ｈｔｃｗｙ２０００＠１６３．ｃｏｍ

二、本次新增股份发行情况

（一）发行类型：公司本次发行是非公开发行股票。

（二）本次发行履行的相关程序：

１

、本次非公开发行履行的内部决策过程

天水华天科技股份有限公司（简称“公司”、“本公司”或“发行人”）本次非公开发行股票方案于

２０１０

年

１２

月

２２

日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并于

２０１１

年

２

月

１５

日经公司

２０１１

年第一次临时股东大会审议通过。

２

、本次非公开发行监管部门核准过程

２０１１

年

３

月

８

日，中国证监会正式受理公司本次非公开发行股票的申请。

２０１１

年

５

月

２０

日，中国证监会发行审核

委员会审核通过公司本次发行申请。

２０１１

年

６

月

７

日，中国证监会下发了《关于核准天水华天科技股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可［

２０１１

］

８８９

号），核准公司本次非公开发行不超过

７

，

５００

万股人民币普通股（

Ａ

股）。

３

、募集资金验资情况

２０１１

年

１０

月

２０

日， 中审国际会计师事务所有限公司对参与本次发行申购的投资者的申购保证金和认购资金

到账情况进行了审验，并出具了中审国际验字［

２０１１

］

０１０２０２９３

号《非公开发行股票认购资金总额验证报告》。 截

至

２０１１

年

１０

月

１４

日

１５

：

００

止， 国信证券收到投资者缴付的认购保证金

７５

，

８６０

，

０００

元。 截至

２０１１

年

１０

月

２０

日

１７

：

００

止，国信证券收到认购对象缴付的认购资金总额（含认购保证金）

３６５

，

８４８

，

０００

元。

２０１１

年

１０

月

２１

日， 主承销商将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户

内。

２０１１

年

１０

月

２１

日，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行审验，并出具了国浩验字

［

２０１１

］

７０３Ａ１７３

号《验资报告》。 截至

２０１１

年

１０

月

２１

日止，本次发行募集资金总额为

３６５

，

８４８

，

０００

元，扣除发行费用

１５

，

３３０

，

０００

元，募集资金净额为

３５０

，

５１８

，

０００

元。 其中增加注册资本

３２

，

９００

，

０００

元，计入资本公积

３１７

，

６１８

，

０００

元。

本次发行不涉及资产支付，认购款项全部以现金支付。

４

、股权登记托管情况

本次新增股份已于

２０１１

年

１０

月

２５

日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及股份

限售手续。

（三）本次发行其他情况

１

、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（

Ａ

股）。

２

、发行数量：

３２

，

９００

，

０００

股。

３

、每股面值：人民币

１．００

元。

４

、发行价格：

１１．１２

元

／

股。

经公司第三届董事会第六次会议和

２０１１

年第一次临时股东大会批准，本次非公开发行股票的发行价格不低

于第三届董事会第六次会议决议公告日前

２０

个交易日公司股票均价的

９０％

（前

２０

个交易日股票交易均价

＝

定价

基准日前

２０

个交易日股票交易总额

／

定价基准日前

２０

个交易日股票交易总量），即不低于

１１．１２

元

／

股。

公司本次发行价格为

１１．１２

元

／

股，该发行价格相当于发行底价

１１．１２

元

／

股的

１００．００％

；相当于申购报价截止

日（

２０１１

年

１０

月

１４

日）前

２０

个交易日（含申购报价截止日）公司股票交易均价

９．８４

元的

１１３．０１％

。

５

、募集资金量：本次发行募集资金总额为

３６５

，

８４８

，

０００

元，扣除发行费用

１５

，

３３０

，

０００

元后，募集资金净额为

３５０

，

５１８

，

０００

元。

三、本次发行对象概况

（一）发行对象及认购数量

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股

票的其他规定以及公司确定的本次非公开发行的原则，公司和保荐机构根据发行对象申购报价情况，确定最终

发行价格为

１１．１２

元

／

股，最终本次发行对象及获配数量如下：

序号 投资者全称 获配数量

（

股

）

限售期

（

月

）

１

上海丹晟创业投资有限公司

８

，

４００

，

０００ １２

２

宁波市鄞州齐智投资顾问有限公司

７

，

２００

，

０００ １２

３

上海涌信投资发展中心

（

有限合伙

）

６

，

８００

，

０００ １２

４

杭州士兰微电子股份有限公司

４

，

５００

，

０００ １２

５

杭州友旺电子有限公司

３

，

０００

，

０００ １２

６

杨国忠

３

，

０００

，

０００ １２

合计

３２

，

９００

，

０００ －

（二）发行对象的基本情况

１

、上海丹晟创业投资有限公司

企业名称：上海丹晟创业投资有限公司

企业性质：有限责任公司（国内合资）

注册地址：桂平路

３９１

号

２

幢

２８

层

２８０１

室

注册资本：

２０

，

０００

万元

法定代表人：金夕龙

经营范围：创业投资，投资咨询，实业投资，投资管理（除股权投资和股权投资管理）。 （涉及行政许可的，凭许

可证件经营）

２

、宁波市鄞州齐智投资顾问有限公司

企业名称：宁波市鄞州齐智投资顾问有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：宁波市天童北路

９３３

号和邦大厦

Ａ

楼

３００１

室

注册资本：

３０

万元

法定代表人：尚加莉

经营范围：一般经营项目；企业财务咨询；营销策划；项目管理咨询；投资服务咨询。

３

、上海涌信投资发展中心（有限合伙）

企业名称：上海涌信投资发展中心（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

主要经营场所：上海市嘉定区昌徐路

８８

号

２

幢

３０３０

室

执行事务合伙人：上海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙）（委派代表：艾亮）

经营范围：资产管理，企业管理咨询，投资管理，投资咨询（除金融证券）。 （企业经营涉及行政许可的，凭许可

证件经营）

４

、杭州士兰微电子股份有限公司

企业名称：杭州士兰微电子股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

注册地址：杭州市黄姑山路

４

号

注册资本：

４３

，

４０８

万元

法定代表人：陈向东

经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、制造、销售，经

营进出口业务（范围详见外经贸部批文）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。 ）

５

、杭州友旺电子有限公司

企业名称：杭州友旺电子有限公司

企业性质：合资企业（台、港、澳资）

注册地址：杭州市西湖区黄姑山路

４

号

注册资本：

３００

万美元

法定代表人：高耿辉

经营范围：半导体集成电路和分立器件的设计、生产和应用服务

６

、杨国忠

自然人姓名：杨国忠

住所：广东省深圳市福田区园中花园

Ｄ

栋

１３Ｂ

房

（三）本次发行对象与公司的关联关系

本次发行对象中，杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司与公司的关联关系具体如下：

发行对象 关联关系

杭州士兰微电子股份有限公司 公司监事罗华兵任其董事

杭州友旺电子有限公司

持有发行人

５％

以上股份之股东

；

公司监事罗华兵任其董事

、

总经

理

其余

４

名发行对象与公司不存在关联关系。

（四）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明

１

、本次发行对象中，杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司为公司的销售客户，公司为二者

提供半导体、集成电路的封装与测试服务，最近一年与公司存在关联交易，且该类关联交易未来预计仍将持续。

杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司与公司

２０１０

年重大交易情况具体如下：

单位：万元

项目

杭州士兰微电子股份有限公司 杭州友旺电子有限公司

金额 占同类交易金额比例

（

％

）

金额 占同类交易金额比例

（

％

）

销售收入

７

，

９２６．２９ ７．００ ３

，

７２７．１７ ３．２９

应收账款

１

，

６０１．１３ ６．６９ ６３３．８９ ２．６５

上述关联交易经公司

２００９

年年度股东大会审议通过。

经公司

２０１０

年年度股东大会审议通过，公司在

２０１１

年度根据市场定价的原则，与杭州士兰微电子股份有限公

司累计发生不超过

２０

，

０００

万元的封装测试交易， 与杭州友旺电子有限公司累计发生不超过

１０

，

０００

万元的封装测

试交易。

２

、公司与其他发行对象均未发生重大交易，也无未来交易安排。 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照

公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（五）本次发行对公司控制权的影响

本次发行不会导致公司控制权发生变化。

四、保荐人（主承销商）和律师关于本次非公开发行合规性的结论意见

本次发行保荐机构国信证券股份有限公司认为：天水华天科技股份有限公司本次非公开发行股票的发行过

程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。 本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及

其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行

股票实施细则》等有关法律、法规的规定；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原

则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。

发行人律师江苏永衡昭辉律师事务所认为： 发行人本次非公开发行已依法取得了全部必要的授权和批准；

本次非公开发行方案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定；发行人本

次非公开发行所涉及的发行对象、询价及配售过程方式及其结果均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公

司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定；

本次非公开发行的过程合法有效，结果公平、公正。

五、本次发行相关机构名称

（一）保荐机构（主承销商）

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

办公地址：上海市浦东新区民生路

１１９９

弄证大五道口广场

１

号楼

１５

层

保荐代表人：马军、钮蓟京

项目协办人：纪荣涛

项目人员：范信龙、陈日甫、秦龙

电话：

０２１－６０９３３１９２

传真：

０２１－６０９３３１７２

（二）发行人律师

名称：江苏永衡昭辉律师事务所

负责人：黎民

办公地址：南京市珠江路

２２２

号长发科技大厦

１３

楼

经办律师：景忠、梁峰、王峰

电话：

０２５－８３１９３３２２

传真：

０２５－８３１９１０２２

（三）财务报告审计机构

名称：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

单位负责人：杨剑涛

办公地址：北京市海淀区西四环中路

１６

号院

２

号楼

注册会计师：秦宝、张嘉宇、唐洪广、张海英、宫岩、赵燕

电话：

０１０－８８２１９１９１

传真：

０１０－８８２１０５５８

（四）验资机构

名称：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

单位负责人：杨剑涛

办公地址：北京市海淀区西四环中路

１６

号院

２

号楼

注册会计师：宫岩、秦宝

电话：

０１０－８８２１９１９１

传真：

０１０－８８２１０５５８

第二节 本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前后前十名股东情况

（一）本次发行前，公司前十大股东持股情况

截至

２０１１

年

１０

月

１０

日，公司股本总额为

３７３

，

２３０

，

０００

股，前十名股东情况如下表所示：

序号 股东名称 持股总数

（

股

）

持股比例 股份性质

１

天水华天微电子股份有限公司

１３９

，

４２５

，

０００．００ ３７．３６％

无限售条件

流通股

２

杭州友旺电子有限公司

１９

，

１１８

，

４００．００ ５．１２％

无限售条件

流通股

３

交通银行

－

华安策略优选股票型证券投

资基金

６

，

１２４

，

２１１．００ １．６４％

无限售条件

流通股

４

泰康人寿保险股份有限公司

－

投连

－

个险

投连

４

，

２０２

，

４００．００ １．１３％

无限售条件

流通股

５

盈富泰克创业投资有限公司

４

，

０２６

，

３１５．００ １．０８％

无限售条件

流通股

６

中国建设银行

－

中小企业板交易型开放

式指数基金

３

，

５７３

，

６５８．００ ０．９６％

无限售条件

流通股

７

中国建设银行

－

华夏盛世精选股票型证

券投资基金

３

，

４１８

，

１３８．００ ０．９２％

无限售条件

流通股

８

华泰证券股份有限公司

２

，

９３７

，

１４０．００ ０．７９％

无限售条件

流通股

９

中国建设银行

－

华夏红利混合型开放式

证券投资基金

２

，

７２０

，

１７９．００ ０．７３％

无限售条件

流通股

１０

上海国际信托有限公司

１

，

７７３

，

８０９．００ ０．４８％

无限售条件

流通股

合 计

１８７

，

３１９

，

２５０．００ ５０．１９％ －

（二）本次发行后，公司前十大股东持股情况

本次发行后，截至

２０１１

年

１０

月

２４

日，公司股本总额为

４０６

，

１３０

，

０００

股，前十大股东持股情况如下表所示：

序号 股东名称 持股总数

（

股

）

持股比例 股份性质

１

天水华天微电子股份有限公司

１３９

，

４２５

，

０００．００ ３４．３３％

无限售条件流通股

２

杭州友旺电子有限公司

２２

，

１１８

，

４００．００ ５．４５％

其中

：

１９

，

１１８

，

４００

股为无

限售条件流通股

；

３

，

０００

，

０００

股为有限售条件流通

股

３

上海丹晟创业投资有限公司

８

，

４００

，

０００．００ ２．０７％

有限售条件流通股

４

宁波市鄞州齐智投资顾问有限公司

７

，

２００

，

０００．００ １．７７％

有限售条件流通股

５

上海涌信投资发展中心

（

有限合伙

）

６

，

８００

，

０００．００ １．６７％

有限售条件流通股

６

交通银行

－

华安策略优选股票型证券

投资基金

６

，

１２４

，

２１１．００ １．５１％

无限售条件流通股

７

杭州士兰微电子股份有限公司

４

，

５００

，

０００．００ １．１１％

有限售条件流通股

８

泰康人寿保险股份有限公司

－

投连

－

个

险投连

４

，

２０２

，

４００．００ １．０３％

无限售条件流通股

９

盈富泰克创业投资有限公司

４

，

０２６

，

３１５．００ ０．９９％

无限售条件流通股

１０

中国建设银行

－

中小企业板交易型开

放式指数基金

３

，

３９１

，

３９０．００ ０．８４％

无限售条件流通股

合计

２０６

，

１８７

，

７１６．００ ５０．７７％ －

本次发行后公司控股股东天水华天微电子股份有限公司的持股比例由

３７．３６％

下降至

３４．３３％

，仍为公司第一

大股东。 本次发行不会改变公司的控股股东和实际控制人。

二、本次发行对公司的影响

（一）股本结构变动情况

本次发行前，公司总股本为

３７３

，

２３０

，

０００

股，本次非公开发行股票

３２

，

９００

，

０００

股，发行后公司总股本为

４０６

，

１３０

，

０００

股。 本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下：

股份类别

变动前

变动数

（

股

）

变动后

股份数

（

股

）

比例 股份数

（

股

）

比例

一

、

无限售条件的流通股

３７３

，

２３０

，

０００ １００．００％ ０．００ ３７３

，

２３０

，

０００ ９１．９０％

二

、

有限售条件的流通股

０．００ ０．００％ ３２

，

９００

，

０００ ３２

，

９００

，

０００ ８．１０％

１

、

国家持股

－ － － － －

２

、

国有法人持股

－ － － － －

３

、

境内非国有法人持股

－ － ２９

，

９００

，

０００ ２９

，

９００

，

０００ ７．３６％

４

、

高管股份

－ － － － －

５

、

境内自然人持股

－ － ３

，

０００

，

０００ ３

，

０００

，

０００ ０．７４％

股份总额

３７３

，

２３０

，

０００ １００．００％ ３２

，

９００

，

０００ ４０６

，

１３０

，

０００ １００．００％

（二）资产结构变动情况

公司本次非公开发行股票募集资金净额为

３５０

，

５１８

，

０００

元，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率将

显著下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。

（三）本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响

本次发行新增股份

３２

，

９００

，

０００

股，发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所示（发行后数据为模拟测算

数据）：

项 目

发行前 发行后

２０１１

年

１－６

月

２０１０

年度

２０１１

年

１－６

月

２０１０

年度

基本每股收益

（

元

）

扣除非经常性损益前

０．１９ ０．３０ ０．１８ ０．２８

扣除非经常性损益后

０．１７ ０．２８ ０．１５ ０．２６

稀释每股收益

（

元

）

扣除非经常性损益前

０．１９ ０．３０ ０．１８ ０．２８

扣除非经常性损益后

０．１７ ０．２８ ０．１５ ０．２６

每股净资产

２．９１ ２．７２ ２．６７ ２．５０

（四）业务结构变动情况

本次发行前， 公司主营业务是半导体集成电路的封装与测试， 目前公司的集成电路封装产品已有

ＴＯ

、

ＳＩＰ／

ＺＩＰ

、

ＤＩＰ／ＳＤＩＰ

、

ＳＯＴ

、

ＳＯＰ

、

ＳＳＯＰ

、

ＴＳＳＯＰ／ｅＴＳＳＯＰ

、

ＱＦＰ／ＬＱＦＰ／ＴＱＦＰ

、

ＱＦＮ

、

ＤＦＮ

、

ＢＧＡ／ＬＧＡ

和

ＭＣＭ／ＭＣＰ

等多个系列。 本

次发行后，通过实施铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化项目，将进一步提高铜线替代金丝的比例，降低生

产成本；通过实施集成电路高端封装测试生产线技术改造项目，将增加

ＱＦＮ

、

ＤＦＮ

、

ＢＧＡ／ＬＧＡ

、

ＴＳＳＯＰ

等高端封装产

品的产能，符合行业的发展趋势，有利于提高公司的核心竞争力；通过实施集成电路封装测试生产线工艺升级技

术改造项目，将进一步提升产品的质量和技术水平，提高中低端系列产品的生产效率。

（五）公司治理变动情况

本次发行前，公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理结构。 本次发行后，公司

的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强

和完善公司的法人治理结构，同时，更多的投资者特别是机构投资者成为公司股东并带来新的管理理念和方法，

有利于公司提高决策的科学性，进一步完善公司的治理结构。

（六）本次发行前后董事、监事、和高级管理人员持股变动情况

本次发行后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

（七）高管人员结构变动情况

本次发行完成后，公司的董事会成员和高管人员保持稳定；本次发行对公司高管人员结构不构成影响；公司

董事、监事、高级管理人员不会因为本次发行而发生重大变化。

（八）关联交易及同业竞争的影响

本次发行完成后，公司与关联方之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化，也不涉及新的关联交易和同

业竞争。

第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析

一、公司主要财务指标

根据国富浩华会计师事务所有限公司（原北京五联方圆会计师事务所有限公司更名）的五联方圆审字［

２００９

］

０５０７０

号、浩华审字［

２０１０

］第

５４８

号、国浩审字［

２０１１

］第

４５

号审计报告和公司

２０１１

年半年度报告（财务数据未经审

计），公司近三年及一期主要财务数据及指标如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

项 目

２０１１－６－３０ ２０１０－１２－３１ ２００９－１２－３１ ２００８－１２－３１

流动资产

７５１

，

６１１

，

３１３．７０ ７８０

，

６８２

，

０６１．６９ ６７８

，

７２９

，

３３６．８４ ５８９

，

５５９

，

４２９．５８

非流动资产

１

，

２７１

，

４９４

，

０２６．５８ ９６０

，

８２２

，

８６３．１１ ６３２

，

７８５

，

３７６．７４ ５６３

，

０５０

，

９４３．２３

资产总计

２

，

０２３

，

１０５

，

３４０．２８ １

，

７４１

，

５０４

，

９２４．８０ １

，

３１１

，

５１４

，

７１３．５８ １

，

１５２

，

６１０

，

３７２．８１

流动负债

６６１

，

０２３

，

７２７．３４ ５１２

，

６６８

，

１０５．４９ ３４８

，

１５０

，

３２６．８８ ２６８

，

５２１

，

８８９．００

负债合计

９３２

，

０７９

，

６３６．５４ ７２３

，

２９４

，

０８１．８１ ３９２

，

０１８

，

０３５．２２ ３１０

，

６１１

，

４７２．３７

归属于母公司所有者权益合

计

１

，

０８５

，

８９４

，

９３１．３１ １

，

０１３

，

７３６

，

５８５．３８ ９１５

，

８４８

，

０２４．８７ ８３８

，

７７９

，

６６６．６４

所有者权益合计

１

，

０９１

，

０２５

，

７０３．７４ １

，

０１８

，

２１０

，

８４２．９９ ９１９

，

４９６

，

６７８．３６ ８４１

，

９９８

，

９００．４４

（二）合并利润表主要数据

单位：元

项 目

２０１１

年

１－６

月

２０１０

年度

２００９

年度

２００８

年度

营业收入

６４６

，

８８１

，

９４２．９０ １

，

１６１

，

２３７

，

６３２．０２ ７７７

，

４３６

，

８８１．４５ ７４２

，

４９８

，

１５４．６５

营业利润

７５

，

２８０

，

１４１．４０ １２２

，

６９６

，

０１３．７５ ８５

，

４１５

，

０００．６５ ７９

，

２３６

，

２４２．３５

利润总额

８７

，

６４６

，

０６８．３２ １３０

，

９４５

，

１４９．９４ ８９

，

５７１

，

０６５．６４ ７９

，

６４３

，

２７２．８２

净利润

７２

，

８１４

，

８６０．７５ １１３

，

０６９

，

１６４．６３ ７７

，

６１７

，

０６１．１７ ６８

，

９８３

，

３６８．２８

归属于母公司股东

的净利润

７２

，

１５８

，

３４５．９３ １１１

，

８７１

，

２２６．２６ ７７

，

１３９

，

９２８．１９ ６８

，

５３８

，

４７９．２５

（三）合并现金流量表主要数据

单位：元

项 目

２０１１

年

１－６

月

２０１０

年度

２００９

年度

２００８

年度

经营活动产生的现金流量净额

１０２

，

７７７

，

７０４．４４ ２９２

，

４９２

，

８０２．７０ ２３２

，

５２２

，

６０４．０７ ８９

，

９４９

，

３９４．６６

投资活动产生的现金流量净额

－４３７

，

３４４

，

５９７．５１ －２１４

，

５１０

，

３９６．０４ －２２４

，

９１７

，

４３２．８０ －１４３

，

７６６

，

６０４．９１

筹资活动产生的现金流量净额

２０８

，

５９０

，

５８７．４８ １７９

，

４４１

，

４７２．８９ －３６

，

０９１

，

８０３．７４ ４４

，

２５５

，

４７１．５７

现金及现金等价物净增加额

－１２７

，

２５１

，

９３５．４２ ２５５

，

８９８

，

３７０．１２ －２８

，

５５２

，

２９９．６８ －１０

，

２３１

，

９７２．２５

（四）主要财务指标

财务指标

２０１１－６－３０

／ ２０１１

年

１－６

月

２０１０－１２－３１

／ ２０１０

年度

２００９－１２－３１

／ ２００９

年度

２００８－１２－３１

／ ２００８

年度

流动比率

（

倍

）

１．１４ １．５２ １．９５ ２．２０

速动比率

（

倍

）

０．９３ １．２９ １．６８ １．９６

资产负债率

（

％

）（

合并

）

４６．０７ ４１．５３ ２９．８９ ２６．９５

应收账款周转率

（

次

／

年

）

５．８０ ５．２０ ４．４５ ５．１２

存货周转率

（

次

／

年

）

７．７４ ８．２９ ７．５９ ９．１２

每股经营活动产生的现金流量净额

（

元

）

０．２８ ０．７８ ０．８１ ０．３４

归属于上市公司股东的每股净资产

（

元

）

２．９１ ２．７２ ３．１９ ３．２１

扣除非经常性损益后的基本每股收益

（

元

）

０．１９ ０．２８ ０．２０ ０．１８

扣除非经常性损益后的稀释每股收益

（

元

）

０．１９ ０．２８ ０．２０ ０．１８

扣除非经常性损益后加权平均净资产收

益率

（

％

）

５．８７ １０．８９ ８．３９ ８．５０

二、管理层讨论与分析

（一）财务状况分析

１

、资产结构分析

单位：万元

资产

２０１１－６－３０ ２０１０－１２－３１ ２００９－１２－３１ ２００８－１２－３１

金额

占总资

产比例

金额

占总资

产比例

金额

占总资

产比例

金额

占总资

产比例

流动资产

７５

，

１６１．１３ ３７．１５％ ７８

，

０６８．２１ ４４．８３％ ６７

，

８７２．９３ ５１．７５％ ５８

，

９５５．９４ ５１．１５％

其中

：

货币资金

２３

，

８５５．５１ １１．７９％ ３６

，

４４５．３３ ２０．９３％ ３４

，

３５４．４６ ２６．１９％ ３７

，

０５１．６６ ３２．１５％

应收票据

４

，

６５６．０９ ２．３０％ ８０７．６１ ０．４６％ １０５．０４ ０．０８％ １

，

３４１．５０ １．１６％

应收账款

１９

，

５４５．１５ ９．６６％ ２２

，

６５６．１２ １３．０１％ １９

，

５８８．５８ １４．９４％ １３

，

２０６．２７ １１．４６％

预付款项

１２

，

５０９．１７ ６．１８％ ５

，

４０７．０３ ３．１０％ ３

，

０８９．６２ ２．３６％ ４０９．１９ ０．３６％

应收利息

０．００ ０．００％ ０．００ ０．００％ ３．７２ ０．００％ ５７０．２３ ０．４９％

其他应收款

９６８．４４ ０．４８％ ６２１．２１ ０．３６％ １

，

３２４．７９ １．０１％ ６２．２３ ０．０５％

存货

１３

，

６２６．７７ ６．７４％ １２

，

１３０．９１ ６．９７％ ９

，

４０６．７３ ７．１７％ ６

，

３１４．８６ ５．４８％

非流动资产

１２７

，

１４９．４０ ６２．８５％ ９６

，

０８２．２９ ５５．１７％ ６３

，

２７８．５４ ４８．２５％ ５６

，

３０５．０９ ４８．８５％

其中

：

长期股权投资

２２

，

４５８．１９ １１．１０％ ５００．００ ０．２９％ ０．００ ０．００％ ０．００ ０．００％

固定资产

７２

，

２０５．０１ ３５．６９％ ７２

，

４０９．７１ ４１．５８％ ５１

，

９７９．３７ ３９．６３％ ４９

，

０１５．４４ ４２．５３％

在建工程

２１

，

３１５．４７ １０．５４％ １１

，

７７６．８４ ６．７６％ ５

，

４６７．２２ ４．１７％ ２

，

０２０．２４ １．７５％

无形资产

９

，

４４２．３３ ４．６７％ ９

，

４７５．１９ ５．４４％ ４

，

９１０．８４ ３．７４％ ４

，

８３４．７３ ４．１９％

��������

长期待摊费用

９７．２４ ０．０５％ １１０．６６ ０．０６％ ０．００ ０．００％ ２９．１７ ０．０３％

递延所得税资产

１

，

６３１．１６ ０．８１％ １

，

８０９．８８ １．０４％ ９２１．１１ ０．７０％ ４０５．５１ ０．３５％

资产总计

２０２

，

３１０．５３ １００．００％ １７４

，

１５０．４９ １００．００％ １３１

，

１５１．４７ １００．００％ １１５

，

２６１．０４ １００．００％

从资产结构来看，公司流动资产约占总资产的

３７％

，其中货币资金、应收款项、预付账款和存货占比较大，合

计占总资产的比例在

３４％

以上。 非流动资产以固定资产为主，占总资产的比例在

３６％

左右。

从资产规模的变动情况来看，

２００８

年、

２００９

年、

２０１０

年，公司流动资产持续增长，主要系公司生产经营规模扩

大导致存货和应收款项相应增加所致。

２０１０

年非流动资产增长较快，主要是固定资产和在建工程增加所致。

２

、负债结构分析

单位：万元

负债

２０１１－６－３０ ２０１０－１２－３１ ２００９－１２－３１ ２００８－１２－３１

金额

占总负

债比例

金额

占总负

债比例

金额

占总负

债比例

金额

占总负债

比例

流动负债

：

６６

，

１０２．３７ ７０．９２％ ５１

，

２６６．８１ ７０．８８％ ３４

，

８１５．０３ ８８．８１％ ２６

，

８５２．１９ ８６．４５％

其中

：

短期借款

２３

，

８３０．８９ ２５．５７％ １１

，

６６２．２７ １６．１２％ １１

，

０００．００ ２８．０６％ ９

，

９００．００ ３１．８７％

应付票据

７

，

５２５．２５ ８．０７％ ５

，

３３２．００ ７．３７％ ０．００ ０．００％ ０．００ ０．００％

应付账款

２３

，

５００．９３ ２５．２１％ ２２

，

４４３．５３ ３１．０３％ ２０

，

６１９．２９ ５２．６０％ １１

，

９５７．０３ ３８．５０％

预收款项

１７０．５８ ０．１８％ ３４８．９１ ０．４８％ ３０８．６５ ０．７９％ １９４．２４ ０．６３％

应付职工薪酬

０．００ ０．００％ ２

，

９５８．８８ ４．０９％ ２

，

０４３．６１ ５．２１％ １

，

５８１．９４ ５．０９％

应交税费

－１

，

８３２．９１ －１．９７％ －１

，

２７２．４０ －１．７６％ ６０６．３９ １．５５％ ２５１．３７ ０．８１％

应付利息

０．００ ０．００％ ０．００ ０．００％ ０．００ ０．００％ ４．８１ ０．０２％

其他应付款

１

，

１９９．１２ １．２９％ １

，

５５５．９４ ２．１５％ ２３７．０９ ０．６０％ ４６２．８０ １．４９％

一年内到期的非流动负

债

１０

，

０００．００ １０．７３％ ８

，

０００．００ １１．０６％ ０．００ ０．００％ ２

，

５００．００ ８．０５％

其他流动负债

６７７．２９ ０．７３％ ２３７．６９ ０．３３％ ０．００ ０．００％ ０．００ ０．００％

非流动负债

：

２７

，

１０５．５９ ２９．０８％ ２１

，

０６２．６０ ２９．１２％ ４

，

３８６．７７ １１．１９％ ４

，

２０８．９６ １３．５５％

其中

：

长期借款

２０

，

１００．００ ２１．５６％ １２

，

５００．００ １７．２８％ １

，

０００．００ ２．５５％ ２

，

５００．００ ８．０５％

其他非流动负债

７

，

００５．５９ ７．５２％ ８

，

５６２．６０ １１．８４％ ３

，

３８６．７７ ８．６４％ １

，

７０８．９６ ５．５０％

总负债

９３

，

２０７．９６ １００．００％ ７２

，

３２９．４１ １００．００％ ３９

，

２０１．８０ １００．００％ ３１

，

０６１．１５ １００．００％

公司负债以银行借款为主，

２００８

年

１２

月

３１

日、

２００９

年

１２

月

３１

日、

２０１０

年

１２

月

３１

日和

２０１１

年

６

月

３０

日， 公司银行

借款（含一年内到期的长期借款）总额分别为

１４

，

９００．００

万元、

１２

，

０００．００

万元、

３２

，

１６２．２７

万元和

５３

，

９３０．８９

万元，占总

负债的比重分别为

４７．９７％

、

３０．６１％％

、

４４．４７％

和

５７．８６％

。 公司银行债务整体呈现逐步增加趋势，主要是为满足公司

日常经营以及长远发展规划的需要。

３

、资产周转能力分析

公司主要资产周转指标情况如下：

项 目

２０１１

年

１－６

月

２０１０

年度

２００９

年度

２００８

年度

存货周转率

（

次

／

年

）

７．７４ ８．２９ ７．５９ ９．１２

应收账款周转率

（

次

／

年

）

５．８０ ５．２０ ４．４５ ５．１２

公司存货周转率整体上亦呈现下降的趋势，主要是因为随着营业收入规模的上升，公司相应增加了各项存

货以满足业务发展的需要。

公司应收账款周转率整体呈现上升趋势。 公司

２００９

年应收账款周转率下降幅度较大， 主要是受行业波动因

素导致：受金融危机影响全球半导体行业

２００８

年下滑态势明显，公司

２００８

年营业收入增速放缓，

２００８

年末应收账

款金额相对较低，应收账款周转率较高；全球半导体行业从

２００９

年第

２

季度开始回升，并在

２０１０

年快速复苏，受益

于行业增长因素，从

２００９

年第

２

季度至

２００９

年第

４

季度，公司各季度收入呈现稳步攀升的趋势，致使

２００９

年末公司

应收账款金额同比增长幅度较大，从而降低了应收账款周转率水平；

２０１０

年，公司营业收入大幅增长，而应收账款

增长率低于营业收入增长率，故应收账款周转率得以明显提高；

２０１１

年上半年，公司加强了应收账款的管理，应收

账款周转率得以继续上升。

４

、偿债能力分析

公司反映偿债能力的各项指标情况如下：

主要偿债指标

２０１１－６－３０ ２０１０－１２－３１ ２００９－１２－３１ ２００８－１２－３１

流动比率

（

倍

）

１．１４ １．５２ １．９５ ２．２０

速动比率

（

倍

）

０．９３ １．２９ １．６８ １．９６

利息保障倍数

（

倍

）

９．４０ １８．７３ １６．５９ ７．５９

资产负债率

（

％

）（

合并

）

４６．０７ ４１．５３ ２９．８９ ２６．９５

报告期内，随着募集资金的不断投入，公司流动比率和速动比率呈下降趋势，但均高于行业平均水平，表明

公司具有较强的短期偿债能力。

２００８

年、

２００９

年和

２０１０

年公司利息保障倍数分别为

７．５９

、

１６．５９

和

１８．７３

，呈逐年增长

趋势，说明公司具备较强偿付利息的能力；

２０１０

年上半年的利息保障倍数下降至

９．４０

，主要系银行借款增加幅度

较大所致。

２００８

年和

２００９

年，公司合并报表以及母公司资产负债率总体处于较低的水平，主要系

２００７

年首次公开发行股

票募集资金

４４

，

１７２．３０

万元大幅增加所有者权益所致。 随着经营规模的扩大，公司增加了银行贷款和经营性负债

规模，因此

２０１０

年、

２０１１

年上半年资产负债率水平上升幅度较大。 总体而言，公司资产负债率水平处于合理水平，

公司长期偿债风险较小。

（二）盈利能力分析

１

、营业收入和利润的变动趋势分析

项 目

２０１１

年

１－６

月

２０１０

年度

２００９

年度

２００８

年度

金额

（

万元

）

金额

（

万元

）

增幅 金额

（

万元

）

增幅 金额

（

万元

）

营业收入

６４

，

６８８．１９ １１６

，

１２３．７６ ４９．３７％ ７７

，

７４３．６９ ４．７１％ ７４

，

２４９．８２

营业成本

４９

，

８３０．０５ ８９

，

３１０．３６ ４９．６４％ ５９

，

６８２．２０ ２．５０％ ５８

，

２２７．８９

营业利润

７

，

５２８．０１ １２

，

２６９．６０ ４３．６５％ ８

，

５４１．５０ ７．８０％ ７

，

９２３．６２

利润总额

８

，

７６４．６１ １３

，

０９４．５１ ４６．１９％ ８

，

９５７．１１ １２．４７％ ７

，

９６４．３３

净利润

７

，

２８１．４９ １１

，

３０６．９２ ４５．６８％ ７

，

７６１．７１ １２．５２％ ６

，

８９８．３４

公司的主营业务是半导体集成电路的封装与测试。 受全球金融危机迅速波及实体经济的影响，全球半导体

市场产业销售额

２００８

年同比下滑

２．７％

，

２００９

年同比下降

９％

； 国内封装测试业销售收入规模

２００８

年和

２００９

年也出

现了较大程度的下滑。公司客户主要以国内市场为主，

２００８

年、

２００９

年受全球半导体市场衰退的影响较小，销售收

入实现小幅增长。 随着全球半导体市场迅速回暖，以及在国家拉动内需的带动下，

２０１０

年公司销售收入同比大幅

增长

４９．３７％

；

２０１１

年上半年公司业务规模稳定增长，实现的销售收入占

２０１０

年全年收入金额的

５６％

。 与收入规模

增长相对应，报告期内公司利润总额、净利润也实现了快速增长。

２

、主营业务收入构成分析

单位：万元

项 目

２０１１

年

１－６

月

２０１０

年度

２００９

年度

２００８

年度

金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

ＤＩＰ ／ ＳＤＩＰ

系列

１３

，

８９２．８５ ２２．２１％ ２６

，

８０８．６９ ２３．６７％ １７

，

８９７．２６ ２３．３３％ ２１

，

４２４．１１ ２９．０７％

ＳＯＰ

系列

１５

，

８７２．９５ ２５．３７％ ２６

，

０３６．４８ ２２．９９％ １５

，

６４９．８７ ２０．４０％ １７

，

４９２．０５ ２３．７３％

ＱＦＰ ／ ＬＱＦＰ ／ ＴＱＦＰ

系列

７

，

３０３．２３ １１．６８％ １６

，

２１４．９８ １４．３２％ １９

，

１４１．８６ ２４．９５％ １２

，

８８９．４６ １７．４９％

ＳＯＴ

系列

７

，

８９２．４４ １２．６２％ １３

，

３６７．３９ １１．８０％ ８

，

００４．５６ １０．４３％ ９

，

２０８．９７ １２．５０％

ＳＳＯＰ

系列

７

，

７３９．４１ １２．３７％ １３

，

３６４．６０ １１．８０％ ６

，

１３６．６２ ８．００％ ４

，

５６７．１１ ６．２０％

ＱＦＮ

系列

３

，

１２０．５１ ４．９９％ ５

，

９３０．５２ ５．２４％ ２

，

９０２．９１ ３．７８％ ２

，

１５２．８３ ２．９２％

ＴＯ

系列

２

，

４０７．６３ ３．８５％ ４

，

３７０．７４ ３．８６％ ２

，

４８０．５０ ３．２３％ １

，

７５７．３１ ２．３８％

ＴＳＳＯＰ ／ ｅＴＳＳＯＰ

系列

２

，

０８６．３１ ３．３４％ ３

，

６２１．２９ ３．２０％ ２

，

２２９．５１ ２．９１％ ２

，

２９０．９３ ３．１１％

ＳＩＰ ／ ＺＩＰ

系列

９９９．５０ １．６０％ ２

，

２３０．７４ １．９７％ １

，

８１６．１８ ２．３７％ １

，

２４７．７２ １．６９％

ＤＦＮ

系列

４４７．８９ ０．７２％ ６４７．９６ ０．５７％ ２０８．３９ ０．２７％ １．７６ ０．００％

ＢＧＡ ／ ＬＧＡ

系列

１５６．７０ ０．２５％ １９７．９２ ０．１７％ － － － －

其他主营收入

６２８．２０ １．００％ ５２４．６１ ０．４６％ ２４３．９０ ０．３２％ ６６８．６４ ０．９１％

合计

６２

，

５４７．６２ １００．００％ １１３

，

２６１．２９ １００．００％ ７６

，

７１１．５６ １００．００％ ７３

，

７００．８９ １００．００％

注：其他主营收入为与封装测试业务相关的包装等业务收入。

目前公司的主营业务收入主要由

ＳＯＰ

系列、

ＤＩＰ／ＳＤＩＰ

系列、

ＳＯＴ

系列、

ＳＳＯＰ

系列、

ＱＦＰ／ＬＱＦＰ／ＴＱＦＰ

系列构成，报

告期内上述系列的合计收入占主营业务收入的比例均在

８４％

以上，是公司目前的业务重点和主要收入来源。

３

、毛利率分析

报告期内，公司各系列产品毛利率情况如下：

项 目

２０１１

年

１－６

月

２０１０

年度

２００９

年度

２００８

年度

ＤＩＰ ／ ＳＤＩＰ

系列

２０．９２％ １６．２３％ １３．６２％ １０．９２％

ＳＯＰ

系列

２７．４８％ ２７．８６％ ２７．６４％ ２３．９３％

ＱＦＰ ／ ＬＱＦＰ ／ ＴＱＦＰ

系列

２３．１７％ ２２．０９％ ２４．９９％ ２４．４８％

ＳＯＴ

系列

４．７３％ １３．８２％ ２０．００％ ２４．６４％

ＳＳＯＰ

系列

２８．２５％ ３０．０９％ ３３．１３％ ４１．６９％

ＱＦＮ

系列

２．２４％ ４．２７％ １０．７７％ １３．６５％

ＴＯ

系列

２３．１６％ ２１．４６％ １９．５６％ １９．２１％

ＴＳＳＯＰ ／ ｅＴＳＳＯＰ

系列

７．１２％ ２１．４４％ ２２．９５％ ２０．４７％

ＳＩＰ ／ ＺＩＰ

系列

３０．６０％ １８．９３％ １９．０５％ ２３．６４％

ＤＦＮ

系列

１０．１５％ ２５．３０％ ４４．５０％ ５７．９５％

ＢＧＡ ／ ＬＧＡ

系列

０．５６％ ２５．４６％ － －

综合毛利率

２０．４３％ ２０．９９％ ２２．１４％ ２０．８８％

２００９

年公司各系列产品综合毛利率为

２２．１４％

， 较

２００８

年增加

１．２６

个百分点， 主要系毛利率较高的

ＱＦＰ／ＬＱＦＰ／

ＴＱＦＰ

系列收入占比增加较大从而带动综合毛利率上升。

２０１０

年公司各系列产品综合毛利率为

２０．９９％

，较

２００９

年

减少

１．１５

个百分点， 主要系

ＱＦＰ／ＬＱＦＰ／ＴＱＦＰ

系列的平均价格由

２００９

年的

１．１１

元下降到

０．８９

元从而引起自身毛利率

下降所致。

２０１１

年上半年公司各系列产品综合毛利率为

２０．４３％

， 较

２０１０

年减少

０．５６

个百分点， 主要系

ＳＯＴ

系列、

ＴＳＳＯＰ／ｅＴＳＳＯＰ

系列、

ＢＧＡ／ＬＧＡ

系列毛利率下降所致。

４

、期间费用分析

报告期内，公司期间费用占营业收入的比例如下表所示：

单位：万元

项 目

２０１１

年

１－６

月

２０１０

年度

２００９

年度

２００８

年度

金额

占营业收

入比例

金额

占营业收

入比例

金额

占营业收入

比例

金额

占营业收

入比例

销售费用

１

，

０５６．７２ １．６３％ ２

，

３２２．９７ ２．００％ １

，

６３５．４６ ２．１０％ １

，

３６０．１４ １．８３％

管理费用

４

，

９５２．７３ ７．６６％ １１

，

２４５．５３ ９．６８％ ７

，

３６０．８３ ９．４７％ ６

，

７００．６３ ９．０２％

财务费用

１

，

０１９．７６ １．５８％ ５０６．４３ ０．４４％ －１１７．２５ －０．１５％ －６９９．１５ －０．９４％

合 计

７

，

０２９．２１ １０．８７％ １４

，

０７４．９２ １２．１２％ ８

，

８７９．０４ １１．４２％ ７

，

３６１．６２ ９．９１％

公司最近三年的期间费用总体上保持稳定，期间费用比率得到较好控制。

２００９

年销售费用比例上升主要系运费上涨所致，

２０１０

年在规模效应带动下销售费用比例有所降低。

２００９

年、

２０１０

年管理费用比例上升的原因主要是随着员工数量的增加从而使得职工薪酬金额上升。

２００８

年公司财务收益较高，主要原因为：其一，当期银行借款金额较少，而公司银行存款特别是募集资金专户

存储金额较高，故利息收入大于利息支出；其二，受人民币升值因素产生汇兑收益

７０２．７９

万元。

２００９

年公司银行存

款金额仍处于较高水平，利息收入大于利息支出致使财务费用仍为负值。

２０１０

年以及

２０１１

年上半年，公司加大了

银行借款融资力度，导致利息支出大幅增加，财务费用相应上升幅度较大。

（三）现金流量分析

单位：万元

项 目

２０１１

年

１－６

月

２０１０

年度

２００９

年度

２００８

年度

经营活动产生的现金流量净额

１０

，

２７７．７７ ２９

，

２４９．２８ ２３

，

２５２．２６ ８

，

９９４．９４

投资活动产生的现金流量净额

－４３

，

７３４．４６ －２１

，

４５１．０４ －２２

，

４９１．７４ －１４

，

３７６．６６

筹资活动产生的现金流量净额

２０

，

８５９．０６ １７

，

９４４．１５ －３

，

６０９．１８ ４

，

４２５．５５

１

、经营活动产生的现金流量分析

经营活动产生现金流量净额与净利润具体如下：

单位：万元

项目

２０１１

年

１－６

月

２０１０

年度

２００９

年度

２００８

年度

经营活动产生的现金流量净额

１０

，

２７７．７７ ２９

，

２４９．２８ ２３

，

２５２．２６ ８

，

９９４．９４

净利润

７

，

２８１．４９ １１

，

３０６．９２ ７

，

７６１．７１ ６

，

８９８．３４

最近三年公司经营活动产生的现金流量净额累计数为

６１

，

４９６．４８

万元，累计净利润为

２５

，

９６６．９７

万元，表明公

司在报告期内主营业务产生的净利润都能及时转化为现金流量，公司经营性现金流量充沛，偿债付款能力较好。

公司

２００９

年经营活动产生的现金流量净额远大于当期实现的净利润，主要原因为：其一，当期固定资产折旧

费用较大，金额为

８

，

７２９．８１

万元；其二，当期应付账款同比增加

８

，

６６２．２７

万元，从而减少了现金流出。

公司

２０１０

年经营活动产生的现金流量净额远大于当期实现的净利润，主要原因为：其一，当期固定资产折旧

费用较大，金额为

１０

，

８４４．４８

万元；其二，当期应付账款和应付票据同比合计增加

７

，

１５６．２４

万元，从而减少了现金流

出。

公司

２０１１

年上半年经营活动产生的现金流量净额大于当期实现的净利润，主要原因为：当期固定资产折旧费

用较大，金额为

５

，

８９３．４７

万元。

２

、投资、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要是公司实施首次公开发行股票募集资金项目

以及预先以自有资金实施本次非公开发行募集资金项目不断加大投资规模所致。

报告期内，公司除了以首次公开发行募集资金投资募投项目外，主要通过银行借款满足公司其他投资项目

以及运营资金需求。

２００９

年公司筹资活动产生的现金流量净额相比

２００８

年减少

８

，

０３４．７３

万元，主要原因是：其一，

２００８

年吸收投资

２

，

８８１．６７

万元、收回原信用证保证金和承兑汇票保证金

３

，

５６５．７０

万元，从而增加了筹资现金流入

６

，

４４７．３７

万元，而

２００９

年未产生该等项目的筹资现金流入；其二，

２００９

年相比

２００８

年偿还债务支付的现金金额增加

２

，

４３０

万元。

２０１０

年公司筹资活动产生的现金流量净额相比

２００８

年增加

２１

，

５５３．３３

万元，主要原因为公司增加银行借款

１９

，

１６７．６２

万元从而增加了筹资现金流入。

２０１１

年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额较大， 主要系银行借款增加所致，

２０１１

年

６

月末的银行借款

余额为

５３

，

９３０．８９

万元，相比

２０１０

年底的余额增加了

２１

，

７６８．６２

万元。

第四节 本次募集资金运用

一、本次募集资金使用概况

（一）本次募集资金概况

根据公司

２０１１

年第一次临时股东大会决议，本次发行股票的数量不超过

７

，

５００

万股（含），最终发行数量由股

东大会授权董事会根据实际认购情况与本保荐机构协商确定。

（二）本次募集资金投向

本次非公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额不超过

７９

，

９００

万元，拟用于以下项目：

序号 项目名称

预计投资总额

（

万元

）

本次募集资金

拟投资金额

（

万元

）

１

铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化

２０

，

１６０ ２０

，

１６０

２

集成电路高端封装测试生产线技术改造

２９

，

８４０ ２９

，

８４０

３

集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造

４１

，

４００ ２９

，

９００

合 计

９１

，

４００ ７９

，

９００

募集资金到位后，如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决

不足部分。 本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资

金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

（三）募集资金投资项目审批、备案情况

序

号

投资项目

预计投资额

（

万元

）

预计募资使

用量

（

万元

）

项目核准或备案文号 环评批复文号

１

铜线键合集成电路封装工

艺升级及产业化

２０

，

１６０ ２０

，

１６０

甘发改高技

（

备

）［

２０１０

］

２６

号

甘环评表字

［

２０１０

］

２０

号

２

集成电路高端封装测试生

产线技术改造

２９

，

８４０ ２９

，

８４０

西经开发

［

２０１１

］

８

号

经开环批复

［

２０１１

］

００５

号

３

集成电路封装测试生产线

工艺升级技术改造

４１

，

４００ ２９

，

９００

甘发改高技

（

备

）［

２０１０

］

９５

号

甘环评表字

［

２０１０

］

９２

号

合 计

９１

，

４００ ７９

，

９００

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化项目

１

、项目概况

本项目拟投资

２０

，

１６０．００

万元，拟投入募集资金

２０

，

１６０．００

万元，建成一条具有国际先进水平的铜线键合集成

电路封装生产线；项目完成后，年新增铜线键合集成电路封装产品

５

亿块的生产能力。

２

、项目实施方式

该项目由发行人组织实施。

３

、项目投资概算

本项目建设期

３６

个月，总投资

２０

，

１６０．００

万元，其中项目建设投资

１８

，

１６０．００

万元，铺底流动资金

２

，

０００．００

万元。

（二）集成电路高端封装测试生产线技术改造项目

１

、项目概况

本项目拟投资

２９

，

８４０．００

万元，拟投入募集资金

２９

，

８４０．００

万元，用于建设具有国际先进水平的集成电路高端

封装测试生产线；项目完成后，年新增

ＢＧＡ

、

ＬＧＡ

、

ＱＦＮ

、

ＤＦＮ

、

ＴＳＳＯＰ

等集成电路高端封装测试产品

５

亿块的生产能

力，年新增

ＣＰ

测试

３６

万片测试能力。

２

、项目实施方式

公司通过向全资子公司华天科技（西安）有限公司增资的方式由华天科技（西安）有限公司具体实施本项目。

３

、项目投资概算

本项目建设期

３６

个月，总投资

２９

，

８４０．００

万元，其中项目建设投资

２７

，

８９０．００

万元，铺底流动资金

１

，

９５０．００

万元。

（三）集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造项目

１

、项目概况

本项目拟投资

４１

，

４００．００

万元，拟投入募集资金

２９

，

９００．００

万元，用于建设集成电路封装测试生产线；项目完成

后，年新增

ＥＬＱＦＰ

、

ＱＦＰ

、

ＬＱＦＰ

、

ＴＱＦＰ

、

ＳＳＯＰ

、

ＳＯＰ

、

ＭＳＯＰ

、

ＥＳＯＰ

、

ＳＯＴ

等系列集成电路封装产品

９

亿块的生产能力。

２

、项目实施方式

本项目由发行人组织实施。

３

、项目投资概算

本项目建设期

２

年，总投资

４１

，

４００．００

万元，其中项目建设投资

３９

，

２００．００

万元，铺底流动资金

２

，

２００．００

万元。

（四）募集资金投资项目的实施背景、可行性以及市场需求分析

１

、项目的实施背景

（

１

）国家政策重点支持集成电路产业的发展

基于集成电路对于国民经济和国家安全的高度重要性，中国政府对集成电路产业的发展给予了一贯的高度

关注，并先后采取了多项优惠措施。

２０１１

年

１

月，国务院颁布《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展

若干政策的通知》（国发［

２０１１

］

４

号），继续完善了我国软件产业和集成电路产业的激励措施：对符合条件的集成电

路封装、测试、关键专用材料企业以及集成电路专用设备相关企业给予企业所得税优惠。 这些都将为国内本土集

成电路企业带来难得的发展机遇。 根据国家发展规划，预期未来国家还将出台更多针对集成电路产业的优惠政

策，这将有力地推动我国集成电路产业的健康稳步发展。

集成电路封装业是集成电路产业的三大支柱之一。 随着电子系统的小型化和高性能化，封装对集成电路系

统性能的影响已变得与芯片本身的影响同样重要。 先进集成电路封装技术的发展，推动着电子装备不断升级换

代，推动着电子信息技术的高速发展。 因此，“十二五”期间，我国集成电路产业进一步加大研发、人才引进和培训

力度，提高自主创新能力，充实产业政策，营造良好的产业发展环境。

（

２

）电子整机系统的发展对集成电路封装技术提出更高的要求，本次募集资金投资项目符合行业发展趋势

随着科技水平的不断提高，电子整机系统在消费类产品领域如

ＭＰ３

、数码相机、电子钟表、电子玩具等都在向

轻、薄、小型化、便携化方向发展；数字电视在我国数字电视地面传输标准出台后，数字电视及其配套设备将马上

进入大规模生产，成为未来消费电子领域最大的推动力。数字电视将向以液晶电视和

ＰＤＰ

为代表的大屏幕、轻、薄

型方向发展；此外，在计算机和通讯领域，以笔记本电脑和手机为代表的集成度较高产品，轻、薄、多功能、低功耗

成为其发展的方向。

电子整机系统的应用需求对集成电路的设计、制造和封装测试提出了更高的要求。 电子系统的小型化和高

性能化除受集成电路设计、制造影响外，集成电路的封装对电子整机系统尺寸和性能的影响已变得与芯片本身

的影响同等重要。 先进的集成电路封装技术的发展，推动着电子装备不断升级换代，推动着电子信息技术高速发

展。 具体而言，集成电路产品的发展表现为：线宽更小、频率更快、集成度更高、电压更低、输出电流更大。

因此，集成电路封装从传统的

ＤＩＰ

转向小外形

ＳＯＰ

、薄型

ＴＳＯＰ

、四边引线扁平

ＱＦＰ

、焊球阵列

ＢＧＡ

、方型扁平无

引脚封装

ＱＦＮ

、多芯片组装

ＭＣＭ

及芯片级封装

ＣＳＰ

等表面贴装式集成电路封装形式方向发展。

我国集成电路封装产业虽然发展迅速，但与我国对集成电路的巨大需求相差甚远，封装能力和技术严重不

足，目前国内企业整体技术水平为国际

９０

年代初中期水平，大部分集成电路封装企业生产的封装产品仍以

ＰＤＩＰ

、

ＴＯ

和

ＳＯＰ

等低端产品为主，能封装

ＱＦＰ

、

ＱＦＮ

、

ＤＦＮ

、

ＢＧＡ

、

ＬＧＡ

等系列高端集成电路产品的企业不仅很少而且产能

很低。 而国际先进集成电路封装企业已向高端集成电路封装方面快速迈进。

鉴于国际封装技术的快速发展，国内企业必须加速发展集成电路封装产业和封装技术，才能跟上国际集成

电路封装的发展，参与国际国内封装市场竞争。 通过本次募集资金项目的建设，公司将进一步提升公司产品的质

量和技术，扩大集成电路高端封装规模生产能力，增强企业的国内外市场的竞争能力。

２

、项目实施的必要性与可行性

（

１

）铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化项目

引线键合是集成电路封装中的一项关键工艺技术，是指在一定温度下，采用超声加压的方式，将引线两端分

别焊接在芯片焊盘上和引线框架或

ＰＣＢ

板上， 实现芯片内部与外部电路的连接。 由于金丝在封装中具有电导率

大，良好的抗腐蚀性、抗氧化性、延展性等优点，在集成电路封装上得到广泛应用，集成电路封装成本中金丝所占

比重最大。 为了降低成本、提高可靠性，必将寻找工艺性能好、价格低廉的其他金属材料来代替价格昂贵的金丝。

铜丝具有价格低、力学性能、电学性能、热学性能好的优点，铜丝成本只有金丝成本的

５～１０％

左右，并且在拉伸、剪

切强度和延展性等方面优于金丝。 铜丝键合工艺技术也成为目前国际上正在进行研究开发的一种用于微电子器

件芯片与内引线连接的新技术，并成为今后微电子封装发展中的主流封装技术。

铜线键合封装技术的产业化应用将有效降低封装生产成本，产生良好的经济效益，该项技术

２００９

年经甘肃省

工信委组织的专家鉴定为甘肃省新产品（新技术）。公司向国家知识产权局申报的实用新型专利“一种铜线键合

ＩＣ

芯片封装件”已取得专利证书。

目前公司已将优化的铜线键合封装技术成功转化应用在

ＤＩＰ

、

ＳＯＴ

、

ＴＯ

等集成电路封装产品的批量生产中，并

已具备年封装

３

亿块的规模生产能力。

ＱＦＰ

、

ＬＱＦＰ

、

ＥＬＱＦＰ

、

ＴＱＦＰ

、

ＱＦＮ

、

ＤＦＮ

、

ＳＯＰ

、

ＳＳＯＰ

、

ＴＳＳＯＰ

等系列高脚位、小间

距焊盘的中高端集成电路铜线键合封装产品经过公司研发人员的技术攻关，已突破工艺技术瓶颈，集成电路铜

线键合封装产品的成品率达到

９９．５０％

以上，可靠性等级达到

ＪＥＤＥＣ ＭＳＬ２

级，具备了小批量生产能力。

通过本项目的建设，将全面提升现有生产线的工艺技术水平，进一步提升产品的质量和工艺技术，降低生产

成本，增强公司的国内外市场竞争力。 通过该项目的实施，预计年新增封装产能

５

亿块，新增销售收入

２．４５

亿元。

（

２

）集成电路高端封装测试生产线技术改造项目

我国

３Ｇ

手机、高清电视、移动电视技术及产品的发展以及潜在的强劲市场需求，对芯片设计、制造及封装提

出了更高的要求。随着国内芯片设计、制造能力的提升，芯片技术由

０．１８

微米、

０．１３

微米发展到

９０

纳米甚至

６５

纳米，

国内封装企业必须发展与之匹配的先进封装工艺技术，以满足消费电子产品对集成电路封装产品小型化、多功

能、高密度、高可靠和低成本的要求。

国内封装业现有技术水平与能力已成为我国集成电路产业发展的瓶颈，严重制约了整个集成电路制造产业

的快速发展。 如果国内封装企业不能在先进封装技术上迎头赶上、取得突破，那么，高端封装领域将始终被国外

厂商垄断，我国的本土企业将只能在低端封装领域进行低价竞争，我国的集成电路制造产业的发展也将徘徊不

前。

目前市场上对技术难度大的集成电路高端封装测试产品以及

ＣＰ

（

６

〞、

８

〞、

１２

〞晶圆）测试的需求越来越为

旺盛。 企业现有的集成电路高端封装测试生产线产能不足，且无

ＣＰ

（

６

〞、

８

〞、

１２

〞晶圆）测试工艺生产线，造成许

多订单无法承接。 因此，企业要适应我国集成电路产业的发展和市场需求，取得与国外厂商相抗衡的能力，就必

须不断实行技术进步和产业升级。

通过本项目的实施，将新增

ＣＰ

测试能力

３６

万片，年新增

ＱＦＮ

、

ＤＦＮ

、

ＢＧＡ／ＬＧＡ

、

ＴＳＳＯＰ

等高端封装产品

５

亿块，年

新增销售收入

４

亿元。

（

３

）集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造项目

公司目前的集成电路封装能力与市场需求有较大差距，生产线虽处于满负荷运行，许多加工订单仍无法承

接。 因此，公司要适应我国集成电路的发展和市场需求，就必须不断实行技术进步和产业升级，迅速扩大市场占

有率，才能在激烈地市场竞争中取得更大的发展。

鉴于集成电路封装技术发展要求、集成电路封装产品巨大的市场需求、国家产业政策的支持以及公司所拥

有的综合实力，通过本项目的建设，将进一步提升产品的质量和技术水平，扩大集成电路封装测试规模生产能

力，新增

ＥＬＱＦＰ

、

ＱＦＰ

、

ＬＱＦＰ

、

ＴＱＦＰ

、

ＳＳＯＰ

、

ＳＯＰ

、

ＭＳＯＰ

、

ＥＳＯＰ

、

ＳＯＴ

等系列集成电路封装产品

９

亿块的生产能力，年新

增销售收入

４．５

亿元。

３

、项目的市场前景分析

２０１０

年中国集成电路市场规模达到

７

，

３５０．８

亿元，而同期的销售规模仅为

１

，

４３７．１

亿元，占国内市场需求量的

比例不到

２０％

；巨大的供需缺口也使我国集成电路企业具有通过替代进口来实现其增长的空间。国内集成电路封

装测试业占整个产业的比重约

４５％

，封装能力也远不能满足市场需求。

２０１０

年以来中国封装测试产业已进入新一轮成长期， 为国内封装测试企业特别是华天科技等以国内市场为

主的企业带来新的发展契机。

国内集成电路封装测试市场需求巨大，但供给不足，未来集成电路封装市场将快速增长，行业需求旺盛为公

司消化新增产能奠定了市场基础。

三、募集资金专户存储的相关情况

公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，资金到位后及时存

入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。 发行人将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、开户银行

另行签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

本次募集资金专项账户的相关情况如下：

１

、专项账户一：

户名：天水华天科技股份有限公司

开户行：交通银行天水支行

账号：

７２９０３０１１００１８０１００１２８３８

２

、专项账户二：

户名：华天科技（西安）有限公司

开户行：昆仑银行股份有限公司西安分行

账号：

７９１０２００００４８５８０００００３８

３

、专项账户三：

户名：天水华天科技股份有限公司

开户行：交通银行天水支行

账号：

７２９０３０１１００１８０１００１２７６２

第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见

一、保荐协议主要内容

签署时间：

２０１１

年

３

月

２

日

保荐机构：国信证券股份有限公司

保荐代表人：马军、钮蓟京

保荐期限：自保荐协议生效之日起至发行人本次发行的股票上市当年剩余时间及其后一个完整的会计年度

届满时止。

二、上市推荐意见

国信证券对发行人所载的资料进行了核实，认为上市文件真实完整，符合要求，不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏；发行人符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规

定，具备上市的条件；发行人建立了健全的法人治理结构，制定了严格的信息披露制度。

本保荐机构愿意保荐发行人本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第六节 新增股份数量及上市时间

本次发行新增

３２

，

９００

，

０００

股股份已于

２０１１

年

１０

月

２５

日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完

毕登记托管手续。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为

２０１１

年

１１

月

４

日。 根据深圳证券交易所相关业务规

则，公司股票价格在

２０１１

年

１１

月

４

日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次

６

名发行对象认购的股票自

２０１１

年

１１

月

４

日起锁定期为

１２

个月。

第七节 备查文件

一、备查文件

（一）国信证券股份有限公司出具的《关于天水华天科技股份有限公司非公开发行股票上市保荐书》和《关于

天水华天科技股份有限公司非公开发行

Ａ

股股票尽职调查报告》。

（二）江苏永衡昭辉律师事务所出具的《关于天水华天科技股份有限公司

２０１１

年度非公开发行股票的法律意

见书》和《关于天水华天科技股份有限公司

２０１１

年度非公开发行股票的律师工作报告》。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司

董事会

２０１１

年

１１

月

３

日

信息披露

Disclosure

D7

2011

年

11

月

3

日 星期四


